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Abstract (en)
The device has a cable connected to a receiver (10) in a housing (13). The cable comprises a sleeve (12) arranged around a part of the receiver
and the housing, and a part of the cable. The sleeve mechanically connects the both parts. Another sleeve (20) surrounds another part of the
receiver and the housing. The sleeves are coaxially and directly connected to one another such that both sleeves completely surround the receiver
and the housing in the axial direction. The sleeves are connected to one another by laser welding and made of material consisting of plastic.

Abstract (de)
Eine Elektronikkomponente und insbesondere ein externer Hérer eines Horgeréats soll einfacher und stabiler gebaut werden kénnen. Hierzu wird
vorgeschlagen, dass die Elektronikvorrichtung, die eine Elektronikkomponente (10) und ein Kabel, welches an der Elektronikkomponente (10)
angeschlossen ist, aufweist, mit einer ersten Hilse (12), die um einen Teil der Elektronikkomponente (10, 13) und einen Teil des Kabels (11)
angeordnet ist und beide mechanisch verbindet, und einer zweiten Hulse (20), die einen anderen Teil der Elektronikkomponente (10, 13) umgibt,
ausgestattet ist. Die erste Hilse (12) und die zweite Hilse (20) sind koaxial unmittelbar miteinander so verbunden, dass beide Hillsen zusammen
die Elektronikkomponente (10, 13) auch in axialer Richtung vollstdndig umgeben. Gegebenenfalls kdnnen die beiden Hilsen durch Laserschwei3en
miteinander verbunden sein.
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